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tiert nun einzelne Tumorzellen 

Leiterplatten für autonomes Fahren und High-Speed-
Kommunikation: Die Automobilindustrie arbeitet zurzeit an 
entsprechenden Lösungen sowie an solchen für die Auto-zu-
Auto-Kommunikation. Die Kommunikationsindustrie ist auf 
dem Weg zu 5G sowie zu Breitbandnetzwerken mit immer 
höheren Datenraten. Für all diese Anwendungen sind speziell 
entwickelte Leiterplatten notwendig. Sie sind mechanischer 
Träger der Bauteile, verbinden diese elektrisch und überneh-
men auch Funktionen von Antennen und Filtern 
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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FAIRTIN von Stannol: Für nachhaltigen Zinnabbau unter 
fairen und ökologischen Bedingungen

Mit FAIRTIN hat Stannol als erster Lötmittelhersteller 
eine Serie von fairen Loten und Lötdrähten für die in-
dustrielle Fertigung entwickelt. Damit ermöglichen wir 
unseren Kunden, einen Schritt weiter in Richtung nach-
haltiger und ökologischer Fertigung zu gehen. Für mehr 
Informationen sprechen Sie uns an!

www.fairtin.de
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Nach ,Lean-Management‘ und ‚Lean Manufacturing‘ nun Lean-Lab: Bei 
ihm geht es um das Verschlanken und Optimieren von Laborprozessen
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